
 O-leading에 오신 것을 환영합니다
우리는 10 년 이상의 경험을 가진 전문 PCB 제조업체입니다. 제품 범위 : 단일, 양면, 다층 PCB, 유연한 PCB 및 MCPCB. 우리는 빠른 프로토 타입 서비스를 제공 할
수 있습니다 : 24 시간 안에 S / S, 48-96 시간 생산에 4-8 대. 
(황금 손가락 PCB 제조 업체 중국)

구리판 구멍 최소 .025 AVG, .020 분 .. 구멍을 연결할 수 없음 

무색 투명 버블 필름 패키지, 25 개 / 가방, 건조제를 측면에 놓고 습도 표시기 보드를 상단에 놓습니다.

추가 정보를 원하시면 여기를 클릭하십시오 :

 제품 설명

PCB P / N LE-500V1 
레이어 계산 1L 
재료 기본 도자기 
이사회 1.6mm 
구리의 thk 1 온스 
가장 작은 구멍 크기 2.0 mm 
구멍 수 (pc에스) 16 
라인 w /에스 20/20 밀 
S / N 임피던스 점검 (Tol %) 엔 
표면 마무리 ENIG (Au : 0.05um) 
실크 스크린 용접 마스크 화이트 블랙 

단일 치수 희미한 X (mm) : 희미한 X (mm) : 100; 희미한 Y
(mm) : 115 

패널화 희미한 X (mm) : 100; 희미한 Y (mm) : 115; UPS
번호 : 1 

스페셜 : 필러 블 마스크 엔 
라우팅 / 펀칭 카운터 성크 CNC 스크류 + 

https://www.o-leading.com/kr/products/Hard-Gold-Plating-supplier-Golden-Fingers-PCB-manufacturer-china.html


PCB 조립을위한 도자기 프로토 타입

자주하는 질문
1. O-Leading은 어떻게 품질을 보장합니까? 경질 금도금 공급 업체
우리의 고품질 표준은 다음과 같이 얻습니다. 
1. 프로세스는 ISO 9001 : 2008 표준에 따라 엄격하게 제어됩니다. 
2. 생산 공정 관리에서 소프트웨어의 광범위한 사용 
3. 최첨단 테스트 도구 및 도구. 예를 들어. 플라잉 프로브, X-ray 검사, AOI (Automated Optical Inspector) 및 ICT (in-circuit
test). 
4. 실패 사례 분석 프로세스를 갖춘 지정된 품질 보증 팀 
5. 직원 교육 및 지속적인 교육 

2. O-Leading은 어떻게 경쟁력있는 가격을 유지합니까? 
지난 10 년 동안 많은 원자재 (예 : 구리, 화학 제품)의 가격이 두 배, 세 배 또는 네 배로 상승했습니다. 중국 인민폐는 미국 달러 대비 31 % 상승했다. 노동 비용도 크게
증가했습니다. 그러나 O-Leading은 가격을 일정하게 유지했습니다. 이는 비용 절감, 낭비 방지 및 효율성 개선이라는 혁신에 관한 것입니다. 우리의 가격은 동일한 수준의
품질로 업계에서 매우 경쟁력이 있습니다. 
우리는 고객과의 상생 파트너십을 믿습니다. 비용과 품질 측면에서 이점을 제공 할 수 있다면 파트너십은 상호 이익이됩니다. 

3. O-Leading 프로세스는 어떤 유형의 카드를 사용할 수 있습니까? 
FR4 공통, 고 TG 및 무 할로겐 보드, Rogers, Arlon, Telfon, 알루미늄 / 구리 보드, PI 등 

4. PCB 생산에 필요한 데이터는 무엇입니까? 

https://www.o-leading.com/kr/products/High-Temperature-PCB-supplier-china-PCB-Prototype-supplier-china.html
https://www.o-leading.com/kr/products/Gold-edge-plaing-6-Mulitlayer-ENIG-PCB-PTH-edge-PCB-applicated-for-industry-control.html


Gerber 274-X 형식으로 데이터를 제공하는 것이 좋습니다. 또한 Cam350, CAD, Protel 99se, PADS, DXP ​​및 Eagle도 처리 할 수 ​​있습니
다. 

5. 다층 PCB의 일반적인 프로세스 흐름은 무엇입니까? 
절단 재료 → 내부 드라이 필름 → 내부 에칭 → 내부 AOI → 멀티 본드 → 레이어 오버 랩핑 압착 → 드릴링 → PTH → 도금 → 외부 드라이 필름 → 도금 → 외부
조각 → 외부 AOI → 용접 마스크 → 구성 요소 마크 → 마감 표면 → 라우팅 → E / T → 육안 검사.

우리 팀





인증







포장 및 배송



 공정 능력
PCB 생산 능력
레이어 수 : 1Layer-32Layer
완성 된 구리 두께 : 1 / 3oz-12oz
최소 라인 폭 / 간격 내부 : 3.0mil / 3.0mil
최소 라인 폭 / 간격 외부 : 4.0mil / 4.0mil
최대 종횡비 : 10 : 1
보드 두께 : 0.2mm-5.0mm
최대 패널 크기 (인치) : 635 * 1500mm
최소 드릴 구멍 크기 : 4mil
PIated 구멍 공차 : +/- 3mil
BIind / Buried Vias (AII 유형) : 예
충전을 통해 (전도성, 비전 도성) : 예
기본 재료 : FR-4, FR-4high Tg.Halogen free material, Rogers, Aluminium base,폴리이 미드,
              무거운 구리
표면 마감 : HASL, OSP, ENIG, HAL-LF, 침지은,침수 주석, 금 손가락, 탄소 잉크

SMT 생산 능력



PCB 물자 : FR-4, CEM-1, CEM-3, 알루미늄 기반 보드
최대 PCB 크기 : 510x460mm
최소 PCB 크기 : 50x50mm
PCB 두께 ： 0.5mm-4.5mm
보드 두께 ： 0.5-4mm
최소 구성 요소 크기 : 0201
표준 칩 크기 구성 요소 : 0603 이상
부품 최대 높이 ： 15mm
최소 리드 피치 : 0.3mm
최소 BGA 볼 피치 : 0.4mm
배치 정밀도 : +/- 0.03mm


